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(54) KOCHFELDVORRICHTUNG

(57) Die Erfindung geht aus von einer Kochfeldvor-
richtung (10a-c) mit zumindest einer Kochfeldplatte
(12a-c), welche zu einem Aufstellen wenigstens eines
Gargeschirrs in zumindest einem Aufstellbereich (14a-c)
zu einer Beheizung vorgesehen ist.

Um eine gattungsgemäße Vorrichtung mit verbes-
serten Eigenschaften hinsichtlich einer langlebigen Aus-
gestaltung bereitzustellen, wird vorgeschlagen, dass die
Kochfeldvorrichtung (10a-c) zumindest eine Tempera-
turausgleichseinheit (16a-c) aufweist, die dazu vorgese-
hen ist, zumindest einen Temperaturgradienten der
Kochfeldplatte (12a-c) zwischen dem Aufstellbereich
(14a-c) und zumindest einem den Aufstellbereich (14a-c)
umgebenden Bereich (18a-c) wesentlich zu reduzieren.



EP 3 223 586 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kochfeldvorrichtung
nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 und ein
Verfahren zu einem Betrieb einer Kochfeldvorrichtung
nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 15.
[0002] Aus dem Stand der Technik ist bereits eine
Kochfeldvorrichtung mit einer Kochfeldplatte bekannt. Zu
einer Beheizung eines Gargeschirrs ist die Kochfeldplat-
te zu einem Aufstellen des Gargeschirrs in einem Auf-
stellbereich vorgesehen. Bei der Beheizung des Garge-
schirrs wird die Kochfeldplatte in dem Aufstellbereich
hauptsächlich durch einen Wärmeübertrag von dem Gar-
geschirr erhitzt. Zusätzlich wird die Kochfeldplatte in dem
Aufstellbereich durch eine von einer Heizeinheit ausge-
henden Wärme erhitzt. Zwischen einem den Aufstellbe-
reich umgebenden Bereich, welcher frei von einer Erwär-
mung ist, und dem Aufstellbereich entsteht ein Tempe-
raturgradient, welcher abhängig von einer Temperatur
der Kochfeldplatte in dem Aufstellbereich ist. Dieser
Temperaturgradient kann zu einer thermischen Verspan-
nung der Kochfeldplatte und schlussendlich zu einer Be-
schädigung der Kochfeldplatte führen. Um dies zu ver-
hindern könnte beispielsweise eine Kochfeldplatte aus
einem Material mit einer thermischen Leitfähigkeit von
im Wesentlichen 0 W/(m*K) bestehen, was jedoch zu
immensen Kosten führen würde.
[0003] Die Aufgabe der Erfindung besteht insbeson-
dere darin, eine gattungsgemäße Vorrichtung mit ver-
besserten Eigenschaften hinsichtlich einer langlebigen
und/oder preisgünstigen Ausgestaltung bereitzustellen.
Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale
des Patentansprüche 1 und 15 gelöst, während vorteil-
hafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfin-
dung den Unteransprüchen entnommen werden können.
[0004] Die Erfindung geht aus von einer Kochfeldvor-
richtung, insbesondere von einer Induktionskochfeldvor-
richtung, mit zumindest einer Kochfeldplatte, welche zu
einem Aufstellen wenigstens eines Gargeschirrs in zu-
mindest einem Aufstellbereich zu einer Beheizung vor-
gesehen ist.
[0005] Es wird vorgeschlagen, dass die Kochfeldvor-
richtung zumindest eine Temperaturausgleichseinheit
aufweist, die dazu vorgesehen ist, zumindest einen Tem-
peraturgradienten der Kochfeldplatte zwischen dem Auf-
stellbereich und zumindest einem den Aufstellbereich
umgebenden Bereich wesentlich zu reduzieren. Unter
einer "Kochfeldvorrichtung" soll insbesondere zumindest
ein Teil, insbesondere eine Unterbaugruppe, eines
Kochfelds, insbesondere eines Induktionskochfelds, ver-
standen werden, wobei insbesondere zusätzlich auch
Zubehöreinheiten für das Kochfeld umfasst sein können.
Insbesondere kann die Kochfeldvorrichtung auch das
gesamte Kochfeld, insbesondere das gesamte Indukti-
onskochfeld, umfassen. Unter einer "Kochfeldplatte" soll
insbesondere eine Einheit verstanden werden, die in we-
nigstens einem Betriebszustand zu einem Aufstellen von
Gargeschirr vorgesehen ist und die insbesondere dazu

vorgesehen ist, einen Teil eines Kochfeldaußengehäu-
ses, insbesondere der Kochfeldvorrichtung und/oder ei-
nes die Kochfeldvorrichtung aufweisenden Kochfelds,
auszubilden. Die Kochfeldplatte besteht insbesondere
wenigstens zu einem Großteil aus Glas und/oder Glas-
keramik und/oder Keramik. Unter wenigstens "zu einem
Großteil" soll insbesondere zu einem Anteil von mindes-
tens 70 %, insbesondere zu mindestens 80 %, vorteilhaft
zu mindestens 90 % und vorzugsweise zu mindestens
95 % verstanden werden. Unter einem "Aufstellbereich"
soll insbesondere ein räumlicher Bereich verstanden
werden, innerhalb welchem in einer Einbaulage insbe-
sondere zumindest ein Teilbereich der Kochfeldplatte
angeordnet ist und welcher sich insbesondere in der Ein-
baulage in einer Vertikalrichtung oberhalb und unterhalb
des Teilbereichs erstreckt. In dem Aufstellbereich ist in
der Einbaulage insbesondere zumindest eine Heizein-
heit angeordnet, welche insbesondere zu einer Behei-
zung des in dem Aufstellbereich aufgestellten Garge-
schirrs vorgesehen ist. Die Vertikalrichtung ist insbeson-
dere wenigstens im Wesentlichen senkrecht zu einer
Haupterstreckungsebene der Kochfeldplatte ausgerich-
tet. Bei Betrachtung in einer Querschnittsebene, welche
insbesondere wenigstens im Wesentlichen parallel zu ei-
ner Haupterstreckungsebene der Kochfeldplatte ausge-
richtet sein könnte, könnte der Aufstellbereich insbeson-
dere eine wenigstens im Wesentlichen kreisförmige Ge-
stalt aufweisen. Alternativ könnte der Aufstellbereich bei
Betrachtung in einer Querschnittsebene, welche insbe-
sondere wenigstens im Wesentlichen parallel zu einer
Haupterstreckungsebene der Kochfeldplatte ausgerich-
tet sein könnte, insbesondere eine wenigstens im We-
sentlichen eckige, insbesondere n-eckige, und/oder el-
liptische und/oder ovale Gestalt aufweisen. Unter einer
"Haupterstreckungsebene" eines Objekts soll insbeson-
dere eine Ebene verstanden werden, welche parallel zu
einer größten Seitenfläche eines kleinsten gedachten
geometrischen Quaders ist, welcher das Objekt gerade
noch vollständig umschließt, und insbesondere durch
den Mittelpunkt des Quaders verläuft. Die Kochfeldvor-
richtung weist insbesondere zumindest eine Heizeinheit
auf, welche insbesondere zu einer Beheizung des in dem
Aufstellbereich aufgestellten Gargeschirrs vorgesehen
ist. Insbesondere ist die Heizeinheit in wenigstens einem
montierten Zustand in dem Aufstellbereich angeordnet.
In einer Einbaulage ist die Heizeinheit insbesondere in
einer Vertikalrichtung unterhalb der Kochfeldplatte an-
geordnet. Unter einer "Heizeinheit" soll in diesem Zusam-
menhang insbesondere eine Einheit verstanden werden,
welche dazu vorgesehen ist, Energie, vorzugsweise
elektrische Energie, in Wärme umzuwandeln und insbe-
sondere zumindest einem Gargeschirr zuzuführen. Vor-
teilhaft ist die Heizeinheit insbesondere als Induktions-
heizeinheit ausgebildet. Unter einem den Aufstellbereich
"umgebenden Bereich" soll insbesondere ein räumlicher
Bereich verstanden werden, innerhalb welchem in einer
Einbaulage insbesondere zumindest ein weiterer Teilbe-
reich der Kochfeldplatte, der insbesondere zu dem in
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dem Aufstellbereich angeordneten Teilbereich der Koch-
feldplatte benachbart angeordnet ist und insbesondere
an den in dem Aufstellbereich angeordneten Teilbereich
der Kochfeldplatte angrenzt, angeordnet ist und welcher
sich insbesondere in der Einbaulage in einer Vertikalrich-
tung oberhalb und unterhalb des weiteren Teilbereichs
erstreckt. Der Aufstellbereich und der umgebende Be-
reich sind insbesondere in zumindest im Wesentlichen
parallel zu einer Haupterstreckungsrichtung der Koch-
feldplatte ausgerichteten Horizontalrichtungen benach-
bart zueinander angeordnet und grenzen insbesondere
direkt aneinander an. Der umgebende Bereich umgibt,
insbesondere umschließt, den Aufstellbereich bezüglich
zumindest einer Schwerpunktachse des Aufstellbe-
reichs um einen Winkelbereich von mindestens 270°, ins-
besondere von mindestens 300°, vorteilhaft von mindes-
tens 330° und vorzugsweise von mindestens 350°. Die
Schwerpunktachse des Aufstellbereichs ist insbesonde-
re wenigstens im Wesentlichen parallel zu der Vertikal-
richtung und/oder wenigstens im Wesentlichen senk-
recht zu der Haupterstreckungsebene der Kochfeldplatte
ausgerichtet. Insbesondere verläuft die Schwerpunk-
tachse durch einen geometrischen Mittelpunkt und/oder
Schwerpunkt des Teilbereichs der Kochfeldplatte. In zu-
mindest einer wenigstens im Wesentlichen parallel zu
der Haupterstreckungsebene der Kochfeldplatte ausge-
richteten Horizontalrichtung erstreckt sich der umgeben-
de Bereich insbesondere ausgehend von einer seitlichen
Berandung des Aufstellbereichs über eine Strecke von
maximal 100 mm, insbesondere vom maximal 50 mm,
vorteilhaft von maximal 20 mm, besonders vorteilhaft von
maximal 10 mm und vorzugsweise von maximal 5 mm.
Beispielsweise könnten der Aufstellbereich und der um-
gebende Bereich wenigstens im Wesentlichen konzent-
risch zueinander angeordnet sein. Die Horizontalrich-
tung ist insbesondere wenigstens im Wesentlichen senk-
recht zu der Vertikalrichtung ausgerichtet. Insbesondere
ist die Horizontalrichtung, insbesondere ausgehend von
der Schwerpunktachse des Aufstellbereichs, wenigstens
im Wesentlichen parallel zu der Haupterstreckungsebe-
ne der Kochfeldplatte ausgerichtet. Die Temperaturaus-
gleichseinheit ist insbesondere dazu vorgesehen, den
Temperaturgradienten aktiv, insbesondere in einer über
eine durch zumindest ein Material der Kochfeldplatte
stattfindende Reduktion hinausgehenden Weise, zu re-
duzieren. Insbesondere ist die Temperaturausgleichs-
einheit dazu vorgesehen, insbesondere in einem Ver-
gleich zu einer Ausgestaltung unter Abwesenheit der
Temperaturausgleichseinheit, den Temperaturgradien-
ten, vorteilhaft an jedem in dem umgebenden Bereich
angeordneten Punkt der Kochfeldplatte, auf einen Wert
von höchstens 50 %, insbesondere von höchstens 40 %,
vorteilhaft von höchstens 30 %, besonders vorteilhaft von
höchstens 20 %, vorzugsweise von höchstens 10 % und
besonders bevorzugt von höchstens 5 % eines Werts
eines Temperaturgradienten der Ausgestaltung unter
Abwesenheit der Temperaturausgleichseinheit einzu-
stellen. Die Temperaturausgleichseinheit ist insbeson-

dere dazu vorgesehen, den Temperaturgradienten aus-
gehend von einer seitlichen Berandung des Aufstellbe-
reichs radial nach außen, insbesondere in einer sich von
der Schwerpunktachse des Aufstellbereichs in Richtung
der seitlichen Berandung des Aufstellbereichs erstre-
ckenden Horizontalrichtung, zu reduzieren und/oder ein-
zustellen. Vorteilhaft ist die Temperaturausgleichsein-
heit dazu vorgesehen, zumindest eine von dem Garge-
schirr ausgehende Wärme, welche insbesondere durch
eine Beheizung des in dem Aufstellbereich aufgestellten
Gargeschirrs mittels der Heizeinheit hervorgerufen sein
könnte, zu reduzieren und/oder an einem Erreichen der
Kochfeldplatte zu hindern. Insbesondere könnte die
Temperaturausgleichseinheit, insbesondere zusätzlich
zu einer Reduktion der von dem Gargeschirr ausgehen-
den Wärme, dazu vorgesehen sein, eine von der Hei-
zeinheit ausgehende Wärme, welche beispielsweise
durch eine erhitzte Heizleitung der Heizeinheit hervorge-
rufen sein könnte, zu reduzieren und/oder an einem Er-
reichen der Kochfeldplatte wenigstens teilweise zu hin-
dern, wodurch insbesondere eine Reduktion einer Heiz-
leistung der Heizeinheit vermieden und/oder eine von
der Heizeinheit bereitgestellte Heizenergie dauerhaft be-
reitgestellt werden könnte. Beispielsweise könnte die
Temperaturausgleichseinheit frei von metallischem Ma-
terial, insbesondere von metallischen Partikeln, sein, um
insbesondere eine Beeinflussung der Temperaturaus-
gleichseinheit durch eine induktive Beheizung des in dem
Aufstellbereich aufgestellten Gargeschirrs, insbesonde-
re mittels der Heizeinheit, zu vermeiden. Alternativ oder
zusätzlich könnte die Kochfeldvorrichtung zumindest ei-
ne Abschirmeinheit aufweisen, welche insbesondere da-
zu vorgesehen sein könnte, die Temperaturausgleichs-
einheit gegenüber Strahlung, insbesondere gegenüber
elektromagnetischer Strahlung, welche insbesondere
von der Heizeinheit bereitgestellt sein könnte, wenigs-
tens im Wesentlichen abzuschirmen. Die Abschirmein-
heit könnte beispielsweise zumindest einen Fara-
day’schen Käfig aufweisen, welcher insbesondere zu der
Abschirmung der Temperaturausgleichseinheit vorgese-
hen sein könnte. Unter "vorgesehen" soll insbesondere
speziell programmiert, ausgelegt und/oder ausgestattet
verstanden werden. Darunter, dass ein Objekt zu einer
bestimmten Funktion vorgesehen ist, soll insbesondere
verstanden werden, dass das Objekt diese bestimmte
Funktion in zumindest einem Anwendungs- und/oder Be-
triebszustand erfüllt und/oder ausführt.
[0006] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
kann insbesondere eine langlebige und/oder preisgüns-
tige Ausgestaltung erreicht werden. Insbesondere kann
ein hoher Temperaturgradient vermieden und damit ver-
bunden insbesondere eine geringe Wahrscheinlichkeit
einer Beschädigung der Kochfeldplatte erzielt werden.
Insbesondere können geringe thermische Spannungen
der Kochfeldplatte ermöglicht werden, wodurch die
Kochfeldplatte insbesondere wenigstens zu einem
Großteil aus einer Keramik bestehen kann. Durch die
geringen thermischen Spannungen der Kochfeldplatte
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kann die Kochfeldplatte insbesondere eine Vielzahl an
extremen thermischen Spannungen, insbesondere an
thermischen Schockzuständen, überstehen und/oder
wichtige Anwendungstests erfüllen. Die Kochfeldplatte
kann insbesondere wenigstens zu einem Großteil aus
Materialien mit einer geringen thermischen Schockbe-
ständigkeit bestehen, wodurch insbesondere geringe
Kosten erzielt werden können.
[0007] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Tempera-
turausgleichseinheit dazu vorgesehen ist, den Tempe-
raturgradienten der Kochfeldplatte zwischen dem Auf-
stellbereich und dem umgebenden Bereich in einer pa-
rallel zu einer Haupterstreckungsebene der Kochfeld-
platte ausgerichteten Horizontalrichtung auf höchstens
100 K/mm, insbesondere auf höchstens 50K/mm, vor-
teilhaft auf höchstens 25 K/mm, besonders vorteilhaft auf
höchstens 10 K/mm, vorzugsweise auf höchstens 7
K/mm und besonders bevorzugt auf höchstens 5 K/mm
einzustellen. Dadurch kann insbesondere eine beson-
ders langlebige Ausgestaltung erzielt werden.
[0008] Zudem wird vorgeschlagen, dass die Tempe-
raturausgleichseinheit dazu vorgesehen ist, die Koch-
feldplatte in dem umgebenden Bereich zu erwärmen. Ins-
besondere ist die Temperaturausgleichseinheit dazu
vorgesehen, der Kochfeldplatte in dem umgebenden Be-
reich Energie, insbesondere in Form von Wärme, zuzu-
führen. Dadurch kann der Temperaturgradient insbeson-
dere besonders effektiv reduziert werden.
[0009] Beispielsweise könnte die Temperaturaus-
gleichseinheit dazu vorgesehen sein, die Kochfeldplatte
in dem umgebenden Bereich durch eine Wärmeleitung,
insbesondere mittels zumindest eines von der Kochfeld-
platte verschiedenen Elements, insbesondere eines
Temperaturausgleichselements der Temperaturaus-
gleichseinheit, zu erwärmen. Das von der Kochfeldplatte
verschiedene Element könnte insbesondere an der
Kochfeldplatte angeordnet und insbesondere in thermi-
schem Kontakt mit der Kochfeldplatte sein. Vorzugswei-
se weist die Temperaturausgleichseinheit in dem umge-
benden Bereich zumindest ein Heizelement auf, welches
dazu vorgesehen ist, die Kochfeldplatte in dem umge-
benden Bereich zu erwärmen. Das Heizelement könnte
beispielsweise Teil der Heizeinheit sein. Beispielsweise
könnte das Heizelement einen Heizleiter der Heizeinheit
ausbilden. Vorteilhaft ist das Heizelement getrennt von
der Heizeinheit ausgebildet. Das Heizelement ist insbe-
sondere in dem umgebenden Bereich und insbesondere
in einem Nahbereich der Kochfeldplatte angeordnet. In
einer Einbaulage könnte das Heizelement in der Verti-
kalrichtung unterhalb der Kochfeldplatte und insbeson-
dere in geringem Abstand getrennt zu der Kochfeldplatte
angeordnet sein. Insbesondere ist das Heizelement an
der Kochfeldplatte und insbesondere in thermischem
Kontakt mit der Kochfeldplatte angeordnet. Insbesonde-
re ist das Heizelement als Schicht ausgebildet. Die Tem-
peraturausgleichseinheit weist insbesondere zumindest
eine Schicht auf, welche insbesondere als eine Be-
schichtung der Kochfeldplatte in dem umgebenden Be-

reich ausgebildet ist. Dadurch kann der Temperaturgra-
dient insbesondere besonders gezielt eingestellt
und/oder beeinflusst werden.
[0010] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Tempera-
turausgleichseinheit dazu vorgesehen ist, Wärme aus
dem Aufstellbereich abzuführen, wodurch insbesondere
eine Maximaltemperatur der Kochfeldplatte gezielt redu-
ziert werden kann.
[0011] Beispielsweise könnte die Temperaturaus-
gleichseinheit dazu vorgesehen sein, die aus dem Auf-
stellbereich abgeführte Wärme dem umgebenden Be-
reich, insbesondere durch eine Wärmeleitung, insbeson-
dere mittels zumindest eines von der Kochfeldplatte ver-
schiedenen Elements, zuzuführen. Vorzugsweise weist
die Temperaturausgleichseinheit zumindest ein Wärme-
rohr, insbesondere zumindest eine Heatpipe, auf, wel-
ches dazu vorgesehen ist, Wärme aus dem Aufstellbe-
reich abzuführen. Das Wärmerohr könnte in einer Ein-
baulage insbesondere in einer Vertikalrichtung unterhalb
der Kochfeldplatte angeordnet sein. Alternativ oder zu-
sätzlich könnte das Wärmerohr in der Einbaulage insbe-
sondere in der Vertikalrichtung an einer Unterseite der
Kochfeldplatte angeordnet und/oder befestigt sein. Bei-
spielsweise könnte das Wärmerohr in der Einbaulage
insbesondere in der Vertikalrichtung in einer Nut an der
Unterseite der Kochfeldplatte angeordnet und/oder be-
festigt sein. Alternativ oder zusätzlich könnte das Wär-
merohr in der Einbaulage insbesondere wenigstens zu
einem Großteil in der Kochfeldplatte integriert sein. Das
Wärmerohr ist insbesondere dazu vorgesehen, Wärme
an einem ersten Ende des Wärmerohrs aufzunehmen
und an einem zweiten, dem ersten Ende in einer Längs-
erstreckungsrichtung des Wärmerohrs gegenüberlie-
genden Ende des Wärmerohrs abzugeben, beispielswei-
se an eine Kühlungseinheit und/oder an eine Umgebung.
Insbesondere ist das Wärmerohr dazu vorgesehen, Wär-
me in der Längserstreckungsrichtung des Wärmerohrs
zu transportieren, insbesondere unter Nutzung von Ver-
dampfungswärme. Das Wärmerohr weist insbesondere
zumindest eine Fluidleitung, insbesondere zumindest ei-
ne Kapillare, und zumindest ein Fluid auf, welches ins-
besondere in der Fluidleitung angeordnet und insbeson-
dere zu einem Wärmetransport vorgesehen ist. Das Wär-
merohr ist insbesondere dazu vorgesehen, Wärme an
dem ersten Ende des Wärmerohrs mittels Verdampfung
des Fluids aufzunehmen und an dem zweiten Ende des
Wärmerohrs mittels Kondensation des Fluids abzugeben
und das Fluid insbesondere zurück zu dem ersten Ende
des Wärmerohrs zu transportieren. Dadurch kann insbe-
sondere eine geringe thermische Beanspruchung der
Kochfeldplatte in dem Aufstellbereich erzielt werden. Ins-
besondere können mit geringem Aufwand thermische
Schockzustände vermieden werden.
[0012] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass die Tem-
peraturausgleichseinheit in einer Einbaulage und insbe-
sondere in der Vertikalrichtung wenigstens zu einem
Großteil unterhalb der Kochfeldplatte angeordnet ist. Da-
durch kann insbesondere eine geschützte Anordnung
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der Temperaturausgleichseinheit ermöglicht werden.
[0013] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Tempera-
turausgleichseinheit in einer Einbaulage und insbeson-
dere in der Vertikalrichtung wenigstens zu einem Großteil
oberhalb der Kochfeldplatte angeordnet ist. Beispiels-
weise könnte die Temperaturausgleichseinheit in der
Einbaulage insbesondere direkt auf einer einem Bedie-
ner zugewandten Oberfläche, wie beispielsweise einer
Oberfläche der Kochfeldplatte und/oder einer auf der
Oberfläche der Kochfeldplatte angeordneten Schichtein-
heit, angeordnet sein. Die Temperaturausgleichseinheit
könnte beispielsweise für einen Bediener sichtbar ange-
ordnet sein. Alternativ könnte die Temperaturausgleichs-
einheit wenigstens zu einem Großteil als Schicht ausge-
bildet und insbesondere zwischen einer Oberfläche der
Kochfeldplatte und einer auf der Oberfläche der Koch-
feldplatte befindlichen Schichteinheit, welche beispiels-
weise zumindest eine Schutzschicht aufweisen könnte,
angeordnet sein. Beispielsweise könnte die Temperatur-
ausgleichseinheit dazu vorgesehen sein, insbesondere
aufgrund einer Anordnung und/oder einer Farbe
und/oder eines Designs, eine Warnung an einen Bedie-
ner vor einem wärmeren Bereich, insbesondere vor einer
erhöhten und/oder einer eine Verbrennungsgefahr für ei-
nen Bediener darstellenden Temperatur in dem Aufstell-
bereich und/oder in dem umgebenden Bereich, auszu-
geben und/oder darzustellen. Dadurch kann insbeson-
dere eine einfache Zugänglichkeit der Temperaturaus-
gleichseinheit und/oder eine einfache Montage der Tem-
peraturausgleichseinheit, insbesondere bei bestehen-
den Produkten, erreicht werden.
[0014] Zudem wird vorgeschlagen, dass die Tempe-
raturausgleichseinheit zumindest ein Temperaturaus-
gleichselement aufweist, welches den Aufstellbereich
bezüglich einer parallel zu einer Haupterstreckungsebe-
ne der Kochfeldplatte ausgerichteten Ebene wenigstens
im Wesentlichen umgibt. Das Temperaturausgleichsele-
ment umgibt, insbesondere umschließt, den Aufstellbe-
reich in der parallel zu einer Haupterstreckungsebene
der Kochfeldplatte ausgerichteten Ebene insbesondere
bezüglich zumindest einer Schwerpunktachse des Auf-
stellbereichs um einen Winkelbereich von mindestens
270°, insbesondere von mindestens 300°, vorteilhaft von
mindestens 330° und vorzugsweise von mindestens
350°. Insbesondere ist das Temperaturausgleichsele-
ment wenigstens zu einem Großteil in dem umgebenden
Bereich angeordnet. Beispielsweise könnte das Tempe-
raturausgleichselement dazu vorgesehen sein, den um-
gebenden Bereich zu erwärmen. Das Temperaturaus-
gleichselement könnte beispielsweise einstückig mit
dem Heizelement und insbesondere als ein elektrischer
Leiter ausgebildet sein. Alternativ könnte das Tempera-
turausgleichselement als ein Wärmeleiter ausgebildet
und dazu vorgesehen sein, den umgebenden Bereich
mittels Wärmeleitung zu erwärmen. Insbesondere könn-
te das Temperaturausgleichselement wenigstens zu ei-
nem Großteil aus Silber und/oder Gold und/oder Alumi-
nium und/oder Stahl und/oder Kupfer und/oder einer Le-

gierung der genannten Materialien bestehen. Insbeson-
dere weist die Temperaturausgleichseinheit zumindest
zwei und vorteilhaft zumindest drei Temperaturaus-
gleichselemente auf, welche den Aufstellbereich bezüg-
lich der parallel zu einer Haupterstreckungsebene der
Kochfeldplatte ausgerichteten Ebene wenigstens im We-
sentlichen umgeben und welche insbesondere konzen-
trisch zueinander und insbesondere um den Aufstellbe-
reich herum angeordnet sind. Die Temperaturaus-
gleichseinheit ist insbesondere dazu vorgesehen, den
Temperaturgradienten insbesondere mittels der Tempe-
raturausgleichselemente graduell und/oder kontinuier-
lich einzustellen und insbesondere in dem umgebenden
Bereich in der Horizontalrichtung abnehmende Tempe-
raturen der Kochfeldplatte einzustellen. Eine mittels des
Temperaturausgleichselements in dem umgebenden
Bereich erreichte Temperatur könnte insbesondere von
einem Material des Temperaturausgleichselements
und/oder von einer Dimension des Temperaturaus-
gleichselements abhängig sein. Dadurch kann insbeson-
dere eine gezielte Beeinflussung des Temperaturgradi-
enten erreicht werden.
[0015] Das Temperaturausgleichselement könnte in
wenigstens einem montierten Zustand beispielsweise
beabstandet und insbesondere verbindungslos zu dem
Aufstellbereich angeordnet sein. Vorzugsweise weist die
Temperaturausgleichseinheit zumindest ein weiteres
Temperaturausgleichselement auf, welches in wenigs-
tens einem montierten Zustand das Temperaturaus-
gleichselement und den Aufstellbereich insbesondere
thermisch leitfähig miteinander verbindet. Das weitere
Temperaturausgleichselement weist in dem montierten
Zustand insbesondere eine Längserstreckungsrichtung
auf, welche insbesondere wenigstens im Wesentlichen
parallel zu der Horizontalrichtung und insbesondere ra-
dial zu dem Aufstellbereich ausgerichtet ist. Insbeson-
dere könnte das weitere Temperaturausgleichselement
wenigstens zu einem Großteil aus Silber und/oder Gold
und/oder Aluminium und/oder Stahl und/oder Kupfer
und/oder einer Legierung der genannten Materialien be-
stehen. Insbesondere weist die Temperaturausgleichs-
einheit zumindest zwei, insbesondere zumindest drei,
vorteilhaft zumindest fünf, besonders vorteilhaft zumin-
dest acht, vorzugsweise zumindest zwölf und besonders
bevorzugt fünfzehn weitere Temperaturausgleichsele-
mente auf, welche in dem montierten Zustand jeweils
das Temperaturausgleichselement und den Aufstellbe-
reich insbesondere thermisch leitfähig miteinander ver-
binden. Die weiteren Temperaturausgleichselemente
sind in dem montierten Zustand insbesondere in einer
zu der Haupterstreckungsebene der Kochfeldplatte we-
nigstens im Wesentlichen parallel ausgerichteten Ebene
wenigstens im Wesentlichen gleichverteilt um den Auf-
stellbereich herum angeordnet. Dadurch kann insbeson-
dere eine optimale Reduktion des Temperaturaus-
gleichskoeffizienten ermöglicht werden.
[0016] Ferner wird vorgeschlagen, dass das Tempe-
raturausgleichselement und insbesondere zusätzlich
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das weitere Temperaturausgleichselement eine spezifi-
sche thermische Leitfähigkeit von mindestens 10
W/(m*K), insbesondere von mindestens 50 W/(m*K),
vorteilhaft von mindestens 100 W/(m*K), besonders vor-
teilhaft von mindestens 200 W/(m*K), vorzugsweise von
mindestens 300 W/(m*K) und besonders bevorzugt von
mindestens 400 W/(m*K) bei 0°C aufweist. Dadurch kann
insbesondere eine besonders gute Wärmeleitung und
damit verbunden insbesondere eine langlebige Ausge-
staltung erzielt werden.
[0017] Zudem wird vorgeschlagen, dass das Tempe-
raturausgleichselement eine spezifische elektrische
Leitfähigkeit von mindestens 104 S/m, insbesondere von
mindestens 105 S/m, vorteilhaft von mindestens 106 S/m,
besonders vorteilhaft von mindestens 10*106 S/m, vor-
zugsweise von mindestens 30*106 S/m und besonders
bevorzugt von mindestens 60*106 S/m bei 0°C aufweist.
Dadurch kann insbesondere eine hohe elektrische Leit-
fähigkeit des Temperaturausgleichselements und damit
verbunden insbesondere geringe elektrische Verluste,
insbesondere bei einer elektrischen Erwärmung des um-
gebenden Bereichs, erreicht werden.
[0018] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass die Koch-
feldvorrichtung zumindest eine Energiequelle, insbeson-
dere zumindest eine Stromquelle, aufweist, welche dazu
vorgesehen ist, das Temperaturausgleichselement mit
elektrischem Strom zu versorgen.
[0019] Die Energiequelle und das Temperaturaus-
gleichselement sind in dem montierten Zustand insbe-
sondere elektrisch leitfähig miteinander verbunden. Ins-
besondere weist die Kochfeldvorrichtung zumindest eine
Steuereinheit auf, welche dazu vorgesehen ist, die En-
ergiequelle insbesondere zu einer Versorgung des Tem-
peraturausgleichselements mit elektrischem Strom an-
zusteuern. Die Steuereinheit ist insbesondere dazu vor-
gesehen, eine Temperatur der Kochfeldplatte in dem um-
gebenden Bereich mittels der Energiequelle, insbeson-
dere mittels eines von der Energiequelle dem Tempera-
turausgleichselement bereitgestellten elektrischen
Stroms, zu kontrollieren und/oder zu regulieren und/oder
einzustellen. Dadurch kann der Temperaturgradient ins-
besondere gezielt eingestellt werden.
[0020] Eine besonders langlebige Ausgestaltung kann
insbesondere erreicht werden durch ein Kochfeld, ins-
besondere durch ein Induktionskochfeld, mit zumindest
einer erfindungsgemäßen Kochfeldvorrichtung, insbe-
sondere mit zumindest einer erfindungsgemäßen Induk-
tionskochfeldvorrichtung.
[0021] Insbesondere kann eine Beschädigung der
Kochfeldplatte besonders vorteilhaft vermieden werden
durch ein Verfahren zum Betrieb einer erfindungsgemä-
ßen Kochfeldvorrichtung, insbesondere einer erfin-
dungsgemäßen Induktionskochfeldvorrichtung, mit zu-
mindest einer Kochfeldplatte, welche zu einem Aufstel-
len wenigstens eines Gargeschirrs in zumindest einem
Aufstellbereich zu einer Beheizung vorgesehen ist, wo-
bei zumindest ein Temperaturgradient der Kochfeldplat-
te zwischen dem Aufstellbereich und zumindest einem

den Aufstellbereich umgebenden Bereich wesentlich re-
duziert wird.
[0022] Die Kochfeldvorrichtung soll hierbei nicht auf
die oben beschriebene Anwendung und Ausführungs-
form beschränkt sein. Insbesondere kann die Kochfeld-
vorrichtung zu einer Erfüllung einer hierin beschriebenen
Funktionsweise eine von einer hierin genannten Anzahl
von einzelnen Elementen, Bauteilen und Einheiten ab-
weichende Anzahl aufweisen.
[0023] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung sind
Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt. Die
Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche enthal-
ten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann
wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln be-
trachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zu-
sammenfassen.
[0024] Es zeigen:

Fig. 1 ein Kochfeld mit einer Kochfeldvorrichtung in
einer schematischen Draufsicht,

Fig. 2 das Kochfeld mit der Kochfeldvorrichtung in ei-
ner schematischen Schnittdarstellung,

Fig. 3 eine Temperaturausgleichseinheit der Koch-
feldvorrichtung in einer schematischen Darstel-
lung,

Fig. 4 ein Kochfeld mit einer alternativen Kochfeldvor-
richtung in einer schematischen Schnittdarstel-
lung,

Fig. 5 eine Temperaturausgleichseinheit der Koch-
feldvorrichtung in einer schematischen Darstel-
lung,

Fig. 6 ein Kochfeld mit einer alternativen Kochfeldvor-
richtung in einer schematischen Schnittdarstel-
lung,

Fig. 7 ein Wärmerohr einer Temperaturausgleichs-
einheit der Kochfeldvorrichtung in einer sche-
matischen Darstellung,

Fig. 8 eine Temperaturausgleichseinheit und eine
Kochfeldplatte einer alternativen Kochfeldvor-
richtung in einem montierten Zustand in einer
schematischen Darstellung und

Fig. 9 eine Temperaturausgleichseinheit und eine
Kochfeldplatte einer alternativen Kochfeldvor-
richtung in einem montierten Zustand in einer
schematischen Darstellung.

[0025] Fig. 1 zeigt ein Kochfeld 32a, das als ein Induk-
tionskochfeld ausgebildet ist, mit einer Kochfeldvorrich-
tung 10a, die als eine Induktionskochfeldvorrichtung aus-
gebildet ist. Die Kochfeldvorrichtung 10a weist eine
Kochfeldplatte 12a auf. In einem montierten Zustand bil-
det die Kochfeldplatte 12a einen Teil eines Kochfeldau-
ßengehäuses aus.
[0026] Die Kochfeldplatte 12a ist zu einem Aufstellen
von Gargeschirr in Aufstellbereichen 14a zu einer Behei-
zung vorgesehen. Von mehrfach vorhandenen Objekten
ist in den Figuren jeweils lediglich eines mit einem Be-
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zugszeichen versehen. Im vorliegenden Ausführungs-
beispiel ist die Kochfeldplatte 12a zu einem Aufstellen
von drei Gargeschirren in jeweils einem Aufstellbereich
14a von drei Aufstellbereichen 14a zu einer Beheizung
vorgesehen. Von den Aufstellbereichen 14a wird im Fol-
genden lediglich einer beschrieben.
[0027] Die Kochfeldvorrichtung 10a weist mehrere
Heizeinheiten 34a auf (vgl. Fig. 2). Im vorliegenden Aus-
führungsbeispiel weist die Kochfeldvorrichtung 10a drei
Heizeinheiten 34a auf. Die Heizeinheiten 34a sind zu-
einander beabstandet angeordnet und bilden jeweils ei-
ne eigenständige Heizzone aus. Alternativ könnte die
Kochfeldvorrichtung eine größere Anzahl an Heizeinhei-
ten aufweisen, welche insbesondere in Form einer Matrix
angeordnet sein könnten. Im Folgenden wird lediglich
eine der Heizeinheiten 34a beschrieben.
[0028] Die Heizeinheit 34a ist dazu vorgesehen, auf
der Kochfeldplatte 12a oberhalb der Heizeinheit 34a auf-
gestelltes Gargeschirr zu erhitzen. In einem montierten
Zustand ist die Heizeinheit 34a in dem Aufstellbereich
14a angeordnet. Die Heizeinheit 34a ist als eine Induk-
tionsheizeinheit ausgebildet. In einer Einbaulage ist die
Heizeinheit 34a in einer Vertikalrichtung 40a unterhalb
der Kochfeldplatte 12a angeordnet.
[0029] Die Kochfeldvorrichtung 10a weist eine Bedie-
nerschnittstelle 36a zu einer Eingabe und/oder Auswahl
von Betriebsparametern auf, beispielsweise einer Heiz-
leistung und/oder einer Heizleistungsdichte und/oder ei-
ner Heizzone. Die Bedienerschnittstelle 36a ist zu einer
Ausgabe eines Werts eines Betriebsparameters an ei-
nen Bediener vorgesehen.
[0030] Die Kochfeldvorrichtung 10a weist eine Steuer-
einheit 38a auf. Die Steuereinheit 38a ist dazu vorgese-
hen, in Abhängigkeit von mittels der Bedienerschnittstel-
le 36a eingegebenen Betriebsparametern Aktionen aus-
zuführen und/oder Einstellungen zu verändern. Die Steu-
ereinheit 38a regelt in einem Heizbetriebszustand eine
Energiezufuhr zu der Heizeinheit 34a.
[0031] In dem Heizbetriebszustand beheizt die Hei-
zeinheit 34a ein in dem Aufstellbereich 14 aufgestelltes
Gargeschirr, wodurch sich ein Gargeschirrboden des
Gargeschirrs erwärmt. Das beheizte Gargeschirr gibt
Wärme an die Kochfeldplatte 12a ab, welche sich durch
die von dem Gargeschirr abgegebene Wärme erhitzt.
[0032] Zu einer Verhinderung einer Beschädigung der
Kochfeldplatte 12a durch thermische Spannungen zwi-
schen dem Aufstellbereich 14a und einem den Aufstell-
bereich 14a umgebenden Bereich 18a weist die Koch-
feldvorrichtung 10a eine Temperaturausgleichseinheit
16a auf (vgl. Fig. 1 bis 3). Die Temperaturausgleichsein-
heit 16a reduziert einen Temperaturgradienten der Koch-
feldplatte 12a zwischen dem Aufstellbereich 14a und
dem den Aufstellbereich 14a umgebenden Bereich 18a
wesentlich.
[0033] Die Temperaturausgleichseinheit 16a stellt den
Temperaturgradienten der Kochfeldplatte 12a zwischen
dem Aufstellbereich 14a und dem umgebenden Bereich
18a in einer parallel zu einer Haupterstreckungsebene

der Kochfeldplatte 12a ausgerichteten Horizontalrich-
tung 20a auf im Wesentlichen 15 K/mm ein.
[0034] Die Kochfeldplatte 12a weist in dem Aufstellbe-
reich 14a im vorliegenden Ausführungsbeispiel eine
Temperatur von im Wesentlichen 350°C auf. In einem
dem Aufstellbereich 14a abgewandten Ende des umge-
benden Bereichs 18a weist die Kochfeldplatte 12a im
vorliegenden Ausführungsbeispiel eine Temperatur von
im Wesentlichen 50°C auf. In der Horizontalrichtung 20a
weist der umgebende Bereich 18a eine Erstreckung von
im Wesentlichen 20 mm auf.
[0035] Die Temperaturausgleichseinheit 16a erwärmt
die Kochfeldplatte 12a in dem umgebenden Bereich 18a.
Im vorliegenden Ausführungsbeispiel führt die Tempe-
raturausgleichseinheit 16a der Kochfeldplatte 12a in dem
umgebenden Bereich 18a Wärme mittels Wärmeleitung
zu. Die Temperaturausgleichseinheit 16a führt Wärme
aus dem Aufstellbereich 14a ab.
[0036] Die aus dem Aufstellbereich 14a abgeführte
Wärme führt die Temperaturausgleichseinheit 16a der
Kochfeldplatte 12a in dem umgebenden Bereich 18a zu.
Die Temperaturausgleichseinheit 16a entnimmt der
Kochfeldplatte 12a in dem Aufstellbereich 14a Wärme
und führt die der Kochfeldplatte 12a in dem Aufstellbe-
reich 14a entnommene Wärme der Kochfeldplatte 12a
in dem umgebenden Bereich 18a zu.
[0037] In der Einbaulage ist die Temperaturaus-
gleichseinheit 16a in der Vertikalrichtung 40a zu einem
Großteil oberhalb der Kochfeldplatte 12a angeordnet.
Die Temperaturausgleichseinheit 16a ist in dem montier-
ten Zustand auf einer Oberfläche der Kochfeldplatte 12a
angeordnet. In dem montierten Zustand ist die Tempe-
raturausgleichseinheit 16a als eine Beschichtung der
Kochfeldplatte 12a ausgebildet.
[0038] Die Temperaturausgleichseinheit 16a weist im
vorliegenden Ausführungsbeispiel drei Temperaturaus-
gleichselemente 26a auf. Bezüglich einer parallel zu ei-
ner Haupterstreckungsebene der Kochfeldplatte 12a
ausgerichteten Ebene umgeben die Temperaturaus-
gleichselemente 26a in dem montierten Zustand den Auf-
stellbereich 14a im Wesentlichen. Die Temperaturaus-
gleichselemente 26a sind in dem montierten Zustand
konzentrisch um den Aufstellbereich 14a herum ange-
ordnet.
[0039] Ein in der Horizontalrichtung 20a dem Aufstell-
bereich 14a nächstgelegenes Temperaturausgleichse-
lement 26a der Temperaturausgleichselemente 26a
grenzt in dem montierten Zustand an den Aufstellbereich
14a an. Im Folgenden wird lediglich eines der Tempera-
turausgleichselemente 26a beschrieben. Das Tempera-
turausgleichselement 26a ist in dem umgebenden Be-
reich 18a angeordnet.
[0040] Die Temperaturausgleichseinheit 16a weist im
vorliegenden Ausführungsbeispiel eine Vielzahl an wei-
teren Temperaturausgleichselementen 28a auf. Die wei-
teren Temperaturausgleichselemente 28a sind in der pa-
rallel zu der Haupterstreckungsebene der Kochfeldplatte
12a ausgerichteten Ebene im Wesentlichen gleichverteilt
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über einen Umfang des Aufstellbereichs 14a angeord-
net. Im Folgenden wird lediglich eines der weiteren Tem-
peraturausgleichselemente 28a beschrieben.
[0041] Das weitere Temperaturausgleichselement
28a ist teilweise in dem umgebenden Bereich 18a ange-
ordnet. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel erstreckt
sich das weitere Temperaturausgleichselement 28a in
der Horizontalrichtung 20a im Wesentlichen über eine
gesamte Erstreckung des umgebenden Bereichs 18a.
[0042] Das weitere Temperaturausgleichselement
28a ist teilweise in dem Aufstellbereich 14a angeordnet.
In dem montierten Zustand verbindet das weitere Tem-
peraturausgleichselement 28a das Temperaturaus-
gleichselement 26a und den Aufstellbereich 14a mitein-
ander.
[0043] Das weitere Temperaturausgleichselement
28a stellt in dem montierten Zustand einen thermischen
Kontakt zwischen der Kochfeldplatte 12a in dem Aufstell-
bereich 14a und dem Temperaturausgleichselement 26a
her. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel sind das Tem-
peraturausgleichselement 26a und das weitere Tempe-
raturausgleichselement 28a zu einem Großteil aus Silber
ausgebildet. Das Temperaturausgleichselement 26a
und das weitere Temperaturausgleichselement 28a wei-
sen jeweils eine spezifische thermische Leitfähigkeit von
im Wesentlichen 430 W/(m*K) bei 0°C auf.
[0044] In einem Verfahren zum Betrieb der Kochfeld-
vorrichtung 10a wird ein Temperaturgradient der Koch-
feldplatte 12a zwischen dem Aufstellbereich 14a und
dem den Aufstellbereich 14a umgebenden Bereich 18a
wesentlich reduziert.
[0045] In Fig. 4 bis 9 sind weitere Ausführungsbeispie-
le der Erfindung gezeigt. Die nachfolgenden Beschrei-
bungen beschränken sich im Wesentlichen auf die Un-
terschiede zwischen den Ausführungsbeispielen, wobei
bezüglich gleich bleibender Bauteile, Merkmale und
Funktionen auf die Beschreibung des Ausführungsbei-
spiels der Fig. 1 bis 3 verwiesen werden kann. Zur Un-
terscheidung der Ausführungsbeispiele ist der Buchsta-
be a in den Bezugszeichen des Ausführungsbeispiels in
den Fig. 1 bis 3 durch die Buchstaben b und c in den
Bezugszeichen der Ausführungsbeispiele der Fig. 4 bis
9 ersetzt. Bezüglich gleich bezeichneter Bauteile, insbe-
sondere in Bezug auf Bauteile mit gleichen Bezugszei-
chen, kann grundsätzlich auch auf die Zeichnungen
und/oder die Beschreibung des Ausführungsbeispiels
der Fig. 1 bis 3 verwiesen werden.
[0046] Fig. 4 zeigt ein Kochfeld 32b mit einer Kochfeld-
vorrichtung 10b, welche eine Temperaturausgleichsein-
heit 16b aufweist (vgl. Fig. 4 und 5). Die Temperaturaus-
gleichseinheit 16b reduziert einen Temperaturgradien-
ten einer Kochfeldplatte 12b zwischen einem Aufstellbe-
reich 14b und einem den Aufstellbereich 14b umgeben-
den Bereich 18b wesentlich.
[0047] In einem montierten Zustand ist die Tempera-
turausgleichseinheit 16b im Wesentlichen in dem umge-
benden Bereich 18b angeordnet. Die Temperaturaus-
gleichseinheit 16b erwärmt die Kochfeldplatte 12b in dem

umgebenden Bereich 18b. Im vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel weist die Temperaturausgleichseinheit
16b in dem umgebenden Bereich 18b drei Heizelemente
22b auf.
[0048] Bezüglich einer parallel zu einer Haupterstre-
ckungsebene der Kochfeldplatte 12b ausgerichteten
Ebene umgeben die Heizelemente 22b in dem montier-
ten Zustand den Aufstellbereich 14b im Wesentlichen.
Die Heizelemente 22b sind in dem montierten Zustand
konzentrisch um den Aufstellbereich 14a herum ange-
ordnet.
[0049] Ein in einer Horizontalrichtung 20b dem Auf-
stellbereich 14b nächstgelegenes Heizelement 22b der
Heizelemente 22b grenzt in dem montierten Zustand an
den Aufstellbereich 14b an. Im Folgenden wird lediglich
eines der Heizelemente 22b beschrieben. Das Heizele-
ment 22b ist in dem umgebenden Bereich 18b angeord-
net.
[0050] Die Temperaturausgleichseinheit 16b führt der
Kochfeldplatte 12b in dem umgebenden Bereich 18b
Wärme zu. Das Heizelement 22b der Temperaturaus-
gleichseinheit 16b erwärmt die Kochfeldplatte 12b in dem
umgebenden Bereich 18b.
[0051] In einer Einbaulage ist die Temperaturaus-
gleichseinheit 16b in einer Vertikalrichtung 40b zu einem
Großteil unterhalb der Kochfeldplatte 12b angeordnet.
Die Temperaturausgleichseinheit 16b ist in dem montier-
ten Zustand an einer Oberfläche der Kochfeldplatte 12b
angeordnet. In dem montierten Zustand ist die Tempe-
raturausgleichseinheit 16b als eine Beschichtung der
Kochfeldplatte 12b ausgebildet.
[0052] Die Temperaturausgleichseinheit 16b weist im
vorliegenden Ausführungsbeispiel drei Temperaturaus-
gleichselemente 26b auf. Bezüglich einer parallel zu ei-
ner Haupterstreckungsebene der Kochfeldplatte 12b
ausgerichteten Ebene umgeben die Temperaturaus-
gleichselemente 26b in dem montierten Zustand den Auf-
stellbereich 14b im Wesentlichen. Die Temperaturaus-
gleichselemente 26b sind in dem montierten Zustand
konzentrisch um den Aufstellbereich 14b herum ange-
ordnet.
[0053] Ein in der Horizontalrichtung 20b dem Aufstell-
bereich 14b nächstgelegenes Temperaturausgleichse-
lement 26b der Temperaturausgleichselemente 26b
grenzt in dem montierten Zustand an den Aufstellbereich
14b an. Im Folgenden wird lediglich eines der Tempera-
turausgleichselemente 26b beschrieben.
[0054] Das Temperaturausgleichselement 26b und
das Heizelement 22b sind einstückig ausgebildet. Das
Temperaturausgleichselement 26b ist als ein elektri-
scher Leiter ausgebildet. Im vorliegenden Ausführungs-
beispiel weist das Temperaturausgleichselement 26b ei-
ne spezifische elektrische Leitfähigkeit von im Wesent-
lichen 60*106 S/m bei 0°C auf.
[0055] Die Kochfeldvorrichtung 10b weist eine Ener-
giequelle 30b auf. Die Energiequelle 30b und das Tem-
peraturausgleichselement 26b sind in dem montierten
Zustand elektrisch leitfähig miteinander verbunden. Die
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Energiequelle 30b versorgt das Temperaturausgleichs-
element 26b mit elektrischem Strom.
[0056] Fig. 6 zeigt ein Kochfeld 32c mit einer Kochfeld-
vorrichtung 10c, welche eine Temperaturausgleichsein-
heit 16c aufweist (vgl. Fig. 6 und 7). Die Temperaturaus-
gleichseinheit 16c reduziert einen Temperaturgradien-
ten einer Kochfeldplatte 12c zwischen einem Aufstellbe-
reich 14c und einem den Aufstellbereich 14c umgeben-
den Bereich 18c wesentlich.
[0057] In einem montierten Zustand ist die Tempera-
turausgleichseinheit 16c teilweise in dem Aufstellbereich
14c angeordnet. Die Temperaturausgleichseinheit 16c
führt Wärme aus dem Aufstellbereich 14c ab. In dem
Aufstellbereich 14c entzieht die Temperaturausgleichs-
einheit 16c der Kochfeldplatte 12c Wärme. Die Tempe-
raturausgleichseinheit 16c führt die der Kochfeldplatte
12c in dem Aufstellbereich 14c entzogene Wärme aus
dem Aufstellbereich 14c ab.
[0058] Die Temperaturausgleichseinheit 16c weist ein
Wärmerohr 24c auf. Das Wärmerohr 24c führt die der
Kochfeldplatte 12c in dem Aufstellbereich 14c entzogene
Wärme aus dem Aufstellbereich 14c ab. In einer Einbau-
lage ist die Temperaturausgleichseinheit 16c in einer
Vertikalrichtung 40c zu einem Großteil unterhalb der
Kochfeldplatte 12c angeordnet.
[0059] In dem Aufstellbereich 14c sind das Wärmerohr
24c und die Kochfeldplatte 12c in thermischem Kontakt
miteinander angeordnet. Ein erstes Ende des Wärme-
rohrs 24c und die Kochfeldplatte 12c sind in dem Auf-
stellbereich 14c in thermischem Kontakt miteinander an-
geordnet.
[0060] Das Wärmerohr 24c nimmt in dem Aufstellbe-
reich 14c Wärme von der Kochfeldplatte 12c auf. Das
Wärmerohr 24c transportiert die von der Kochfeldplatte
12c in dem Aufstellbereich 14c aufgenommene Wärme
in einer Horizontalrichtung 20c aus dem Aufstellbereich
14c heraus.
[0061] Die Kochfeldvorrichtung 10c weist eine Küh-
lungseinheit 42c auf. In einem montierten Zustand ist die
Kühlungseinheit 42c außerhalb des Aufstellbereichs 14c
angeordnet. Das Wärmerohr 24c und die Kühlungsein-
heit 42c sind in thermischem Kontakt miteinander ange-
ordnet. Die Kühlungseinheit 42c ist an einem dem ersten
Ende des Wärmerohrs 24c in der Horizontalrichtung 20c
gegenüberliegenden zweiten Ende des Wärmerohrs 24c
angeordnet.
[0062] Das zweite Ende des Wärmerohrs 24c und die
Kühlungseinheit 42c sind in thermischem Kontakt mit-
einander angeordnet. Das Wärmerohr 24c transportiert
Wärme von dem ersten Ende des Wärmerohrs 24c zu
dem zweiten Ende des Wärmerohrs 24c. An dem zweiten
Ende des Wärmerohrs 24c gibt das Wärmerohr 24c Wär-
me an die Kühlungseinheit 42c ab.
[0063] Alternativ oder zusätzlich zu der Ausgestaltung
gemäß Fig. 6 und 7 könnte die Kochfeldvorrichtung 10c
zumindest eine Führungseinheit 44c aufweisen (vgl. Fig.
8 und 9). Insbesondere könnte die Führungseinheit 44c
zumindest einen Führungskanal 46c aufweisen, welcher

insbesondere zu einer Führung zumindest eines Fluids
vorgesehen sein könnte. Die Führungseinheit 44c könn-
te insbesondere eine Funktion eines Wärmerohrs auf-
weisen.
[0064] Die Führungseinheit 44c könnte insbesondere
mäanderförmig angeordnet sein. Insbesondere könnte
sich die Führungseinheit 44c über einen Großteil einer
Flächenerstreckung der Kochfeldplatte in einer parallel
zu einer Haupterstreckungsebene der Kochfeldplatte
ausgerichteten Ebene erstrecken.
[0065] Die Führungseinheit 44c könnte insbesondere
einstückig mit der Kochfeldplatte 12c ausgebildet sein
(vgl. Fig. 8). Die Führungseinheit 44c könnte insbeson-
dere wenigstens zu einem Großteil innerhalb der Koch-
feldplatte 12c angeordnet und insbesondere von der
Kochfeldplatte 12c gebildet sein. Insbesondere könnte
die Kochfeldplatte 12c zumindest eine Ausnehmung auf-
weisen, welche insbesondere eine Begrenzung des Füh-
rungskanals 46c ausbilden könnte.
[0066] Alternativ oder zusätzlich, insbesondere zu ei-
ner einstückigen Ausbildung von Führungseinheit 44c
und Kochfeldplatte 12c, könnte die Führungseinheit 44c
insbesondere von der Kochfeldplatte 12c getrennt aus-
gebildet und insbesondere an der Kochfeldplatte 12c be-
festigt sein (vgl. Fig. 9). Die Führungseinheit 44c könnte
insbesondere zumindest ein Führungselement 48c auf-
weisen, welches insbesondere als ein Rohr ausgebildet
sein und vorteilhaft einen Führungskanal 46c ausbilden
könnte. Die Führungseinheit 44c könnte in einer Einbau-
lage insbesondere an einer Unterseite der Kochfeldplatte
12c befestigt sein. Die Kochfeldplatte 12c könnte bei-
spielsweise eine Nut aufweisen, welche in der Einbau-
lage insbesondere an der Unterseite der Kochfeldplatte
12c angeordnet und insbesondere zu einer Aufnahme
des Führungselements 46c vorgesehen sein könnte.

Bezugszeichen

[0067]

10 Kochfeldvorrichtung
12 Kochfeldplatte
14 Aufstellbereich
16 Temperaturausgleichseinheit
18 Umgebender Bereich
20 Horizontalrichtung
22 Heizelement
24 Wärmerohr
26 Temperaturausgleichselement
28 Weiteres Temperaturausgleichselement
30 Energiequelle
32 Kochfeld
34 Heizeinheit
36 Bedienerschnittstelle
38 Steuereinheit
40 Vertikalrichtung
42 Kühlungseinheit
44 Führungseinheit
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46 Führungskanal
48 Führungselement

Patentansprüche

1. Kochfeldvorrichtung mit zumindest einer Kochfeld-
platte (12a-c), welche zu einem Aufstellen wenigs-
tens eines Gargeschirrs in zumindest einem Aufstell-
bereich (14a-c) zu einer Beheizung vorgesehen ist,
gekennzeichnet durch zumindest eine Tempera-
turausgleichseinheit (16a-c), die dazu vorgesehen
ist, zumindest einen Temperaturgradienten der
Kochfeldplatte (12a-c) zwischen dem Aufstellbe-
reich (14a-c) und zumindest einem den Aufstellbe-
reich (14a-c) umgebenden Bereich (18a-c) wesent-
lich zu reduzieren.

2. Kochfeldvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Temperaturausgleichsein-
heit (16a-c) dazu vorgesehen ist, den Temperatur-
gradienten der Kochfeldplatte (12a-c) zwischen dem
Aufstellbereich (14a-c) und dem umgebenden Be-
reich (18a-c) in einer parallel zu einer Haupterstre-
ckungsebene der Kochfeldplatte (12a-c) ausgerich-
teten Horizontalrichtung (20a-c) auf höchstens 100
K/mm einzustellen.

3. Kochfeldvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Temperaturausgleichseinheit (16a-b) dazu vor-
gesehen ist, die Kochfeldplatte (12a-b) in dem um-
gebenden Bereich (18a-b) zu erwärmen.

4. Kochfeldvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Temperaturausgleichsein-
heit (16b) in dem umgebenden Bereich (18b) zumin-
dest ein Heizelement (22b) aufweist, welches dazu
vorgesehen ist, die Kochfeldplatte (12b) in dem um-
gebenden Bereich (18b) zu erwärmen.

5. Kochfeldvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Temperaturausgleichseinheit (16a; 16c) dazu
vorgesehen ist, Wärme aus dem Aufstellbereich
(14a; 14c) abzuführen.

6. Kochfeldvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Temperaturausgleichsein-
heit (16c) zumindest ein Wärmerohr (24c) aufweist,
welches dazu vorgesehen ist, Wärme aus dem Auf-
stellbereich (14c) abzuführen.

7. Kochfeldvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Temperaturausgleichseinheit (16b-c) in einer
Einbaulage wenigstens zu einem Großteil unterhalb
der Kochfeldplatte (12b-c) angeordnet ist.

8. Kochfeldvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Temperaturausgleichseinheit (16a) in einer Ein-
baulage wenigstens zu einem Großteil oberhalb der
Kochfeldplatte (12a) angeordnet ist.

9. Kochfeldvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Temperaturausgleichseinheit (16a-b) zumindest
ein Temperaturausgleichselement (26a-b) aufweist,
welches den Aufstellbereich (14a-b) bezüglich einer
parallel zu einer Haupterstreckungsebene der Koch-
feldplatte (12a-b) ausgerichteten Ebene wenigstens
im Wesentlichen umgibt.

10. Kochfeldvorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Temperaturausgleichsein-
heit (16a) zumindest ein weiteres Temperaturaus-
gleichselement (28a) aufweist, welches in wenigs-
tens einem montierten Zustand das Temperaturaus-
gleichselement (26a) und den Aufstellbereich (14a)
miteinander verbindet.

11. Kochfeldvorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Temperaturaus-
gleichselement (26a) eine spezifische thermische
Leitfähigkeit von mindestens 10 W/(m*K) bei 0°C
aufweist.

12. Kochfeldvorrichtung nach einem der Ansprüche 9
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Tem-
peraturausgleichselement (26b) eine spezifische
elektrische Leitfähigkeit von mindestens 104 S/m bei
0°C aufweist.

13. Kochfeldvorrichtung nach Anspruch 12, gekenn-
zeichnet durch zumindest eine Energiequelle
(30b), welche dazu vorgesehen ist, das Tempera-
turausgleichselement (26b) mit elektrischem Strom
zu versorgen.

14. Kochfeld, insbesondere Induktionskochfeld, mit zu-
mindest einer Kochfeldvorrichtung (10a-c) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche.

15. Verfahren zum Betrieb einer Kochfeldvorrichtung
(10a-c), insbesondere nach einem der Ansprüche 1
bis 13, mit zumindest einer Kochfeldplatte (12a-c),
welche zu einem Aufstellen wenigstens eines Gar-
geschirrs in zumindest einem Aufstellbereich (14a-
c) zu einer Beheizung vorgesehen ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest ein Temperaturgra-
dient der Kochfeldplatte (12a-c) zwischen dem Auf-
stellbereich (14a-c) und zumindest einem den Auf-
stellbereich (14a-c) umgebenden Bereich (18a-c)
wesentlich reduziert wird.
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